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Abstract (en)
An LED emits light in the visible light spectral range of light strength of 200 mW/cm<2>. A heat conducting connection element conducts heat from
semiconductor light source to the base receptacle that supports the LED.

Abstract (de)
Ein Lichthärtgerät umfasst eine Halbleiter-Strahlungsquelle, die in dem Lichthärtgerät montiert ist und Strahlung mindestens teilweise im sichtbaren
Spektralbereich ausstrahlt und für das Härten einer im Strahlengang liegenden Masse einschaltbar ist. Die Strahlung weist eine Beleuchtungsstärke
von mindestens 200, insbesondere von mindestens 300 mW/cm<2> auf und die Halbleiter-Strahlungsquelle (12) steht in metallischer und/oder
keramischer Wärmeleitverbindung mit einem Basiskörper (10). <IMAGE>
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